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证券简称：气派科技 证券代码：688216

气派科技股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）为贯彻实施公

司整体发展战略，抓住行业发展机遇，强化公司主业，进一步巩固和提升竞争优

势，拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。公司根据《上市

公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，

对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了

《气派科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以

下简称“本说明”）。

本说明中如无特别说明，相关用语具有与《气派科技股份有限公司 2025年

度向特定对象发行 A股股票预案》中相同的含义。

一、公司的主营业务

公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展

成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装

测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之

一。同时，公司正逐步开展半导体产业封装中的前端工序晶圆测试业务，以进一

步完善公司在半导体封装测试领域的产业布局。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动发展，注重半导体封装测试技术的

研发升级，通过产品迭代更新构筑市场竞争优势。公司掌握了 5G基站 GaN射频

功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、FC封装技术、MEMS 封

装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术等多项核心技术，形成了自身在半导体

封装测试领域的竞争优势，在半导体封装测试领域具有较强的竞争实力。
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二、本次募集资金投向的具体情况

（一）基本情况

本次向特定对象发行 A股股票拟募集资金总额不超过 15,900.00万元（含本

数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的

营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

（二）本次募集资金投资项目的必要性分析

1、补充营运资金，促进业务发展

半导体行业呈现周期性的发展特征。2020-2021年全球半导体行业需求激增，

行业资本开支大幅增加。2022 年全球经济放缓、终端消费电子需求疲软，行业

进入库存调整期。2023年第四季度起，随着半导体行业 AI算力芯片、汽车电子、

消费电子需求韧性凸显，叠加库存去化接近尾声，半导体行业呈现温和复苏态势。

公司面临的行业环境开始好转。

报告期内，公司的经营规模稳步提升，2022年、2023年和 2024年实现营业

收入分别为 54,037.82 万元、55,429.63万元和 66,656.25 万元，业务规模的持续

增长对营运资金提出了更高要求。2025年 1-6月公司实现营业收入 32,590.65万

元，同比增长 4.09%。

虽然公司具有良好的商业信用，但是仅靠自身积累和银行授信难以满足业务

发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结

构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资

金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公

司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。

2、降低财务费用，优化资本结构

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 50.24%、60.03%、65.86%

和 66.87%，资产负债率处于较高水平。报告期内，公司的业务规模不断扩大，
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公司对于营运资金的需求也日益增长，通过增加长期稳定的股权融资缓解公司可

能面临的资金压力。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产

负债率将有所下降，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补充

的情况下，贷款需求将相较有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风险

和经营压力，提高抵御市场风险的能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提

升，有利于实现全体股东利益的最大化。

3、维护经营稳定，促进公司长期发展

通过认购本次发行股票，公司实际控制人控制的表决权比例将进一步提升，

将有利于增强公司控制权的稳定性，维护公司经营稳定，促进公司发展规划的落

实，有利于公司在资本市场的长远发展。同时，公司实际控制人梁大钟、白瑛及

其关联方梁华特全额认购公司本次发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以

及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康地发展。

（三）募集资金投资项目的可行性分析

1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略

本次使用募集资金补充流动资金，符合法律法规和相关政策，具备可行性。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增

加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业

务持续发展，符合公司当前实际发展需要。

2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业

制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控

制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理办

法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本

次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金

的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
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三、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展

成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装

测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之

一。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15,900.00万元（含本数），

扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金，系围绕公司主营业务展开。根据《上

海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年 4月修订）》，

公司属于第五条规定的“新一代信息技术领域”。因此，本次募集资金投资项目

所处行业属于科技创新领域。

（二）募投项目实施将促进公司科技创新水平的提升

本次发行一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营业

务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有

利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一方面有

助于减少公司贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降低公司

财务费用，优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。未来公司将进一步提

升现有核心业务的技术水平，开发出更具竞争力的封装测试产品，巩固、扩大自

身的竞争优势，强化自身品牌和科创属性。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提

高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《注册管理办法》等有关规定的

要求。

气派科技股份有限公司董事会

2025年8月15日
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